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57  Resumen:
Procedimiento de implementación de chip inalámbrico
a un objeto, que comprende, al menos:
- Una etapa previa de aplicación de un recubrimiento
de polipropileno y/o polietileno mediante calor,
determinando un capa de protección hermética que lo
hace res is tente ante agentes externos de
temperatura, humedad u otros factores que puedan
dañar el chip,
- Y, una vez incorporada la descrita capa de
recubrimiento a modo de protección, una etapa
posterior de adhesión del chip a la superficie del
objeto en que se quiere implementar, utilizando
pegamento químico.
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CHIP INALÁMBRICO A UN OBJETO  

 

D E S C R I P C I Ó N 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a 

procedimiento de implementación de chip inalámbrico a un objeto, aportando ventajas y 

características, que se describirán en detalle más adelante, que suponen una destacable 

mejora del estado actual de la técnica. 10 

 

Más concretamente, el objeto de la invención se centra en un procedimiento mejorado para 

incorporar un chip inalámbrico NFC (siglas del Inglés Near Field Communications 

Comunicaciones de campo cercanas) a un objeto cotidiano cualquiera, que permite facilitar 

dicha incorporación y, sobre todo asegurar su adhesión hermética para que presente 15 

resistencia ante agentes externos de temperatura, humedad u otros factores que pudieran 

dañarlo. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 20 

Es conocido, en el estado actual de la técnica, la incorporación de chips inalámbricos del 

tipo que aquí concierne en algunos objetos para obtener información acerca de los mismos 

u otros usos.  

 

Dicha incorporación, sin embargo, cuando se efectúa tras la fabricación del objeto, de 25 

manera que el chip es un elemento añadido posteriormente al mismo, resulta complicada, 

especialmente si este objeto tiene un uso susceptible de sufrir ataques de agentes externos 

de temperatura, humedad, polvo, golpes u otros, como efectivamente ocurre con la mayor 

parte de objetos cotidianos, ya que tales agentes pueden dañar fácilmente la estructura del 

chip y, consecuentemente, hacer que este deje de funcionar correctamente. 30 

 

Además, otro de los problemas a la hora de efectuar dicha incorporación, es que la unión del 

chip a la superficie del objeto sea suficientemente resistente para evitar que el chip se 

desprenda, con el inconveniente de que el uso de terminados tipos colas pueden llegar a 

dañar al propio chip.  35 
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Por otra parte, incluso si el chip se incorpora durante la propia fase de fabricación del 

producto, su implementación presenta los mismos inconvenientes, por lo que, se suele 

recurrir a la realización de cajeados de dimensiones acordes al chip para que este quede 

embebido dentro y, posteriormente, cubrirlo con una tapa embellecedora y protectora del 

mismo material en que está hecho de propio objeto donde se incorpora, o de otro apropiado, 5 

todo lo cual incremente notablemente la complejidad de fabricación del producto y tampoco 

resuelve satisfactoriamente los inconvenientes antedichos si no se usan materiales 

apropiados y el trabajo no se efectúa de modo muy preciso para evitar resquicios entre las 

juntas del cajeado y la tapa por las que pueda penetrar humedad u otros agentes externos. 

 10 

El objetivo de la presente invención es, pues, dotar al mercado de un procedimiento de 

implementación de este tipo de chips que evite tales inconvenientes y permita implementar 

un chip en cualquier tipo de objeto de manera práctica y sencilla, sin encarecer su coste de 

fabricación y de modo que pueda efectuarse incluso en objetos ya fabricados, debiendo 

señalarse que, al menos por parte del solicitante, se desconoce la existencia de ninguna 15 

invención que divulgue un procedimiento con unas características técnicas iguales o 

semejantes a las que presenta el que aquí se preconiza, según se reivindica. 

 

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe señalar que, al menos por parte del 

solicitante se desconoce la existencia de ningún procedimiento de implementación de chip 20 

inalámbrico a un objeto que presente unas características técnicas, iguales o semejantes a 

las que presenta el que aquí se preconiza y según se reivindica. 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 25 

El procedimiento de implementación de chip inalámbrico a un objeto que la invención 

propone se configura, pues, como una destacable novedad dentro de su campo de 

aplicación, ya que con él se alcanzan satisfactoriamente los objetivos anteriormente 

señalados, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible convenientemente 

recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente descripción. 30 

 

De manera concreta, lo que la invención propone, como se ha apuntado anteriormente, es 

un procedimiento para incorporar un chip inalámbrico NFC a la superficie de un objeto 

cotidiano tal como una gafas, encendedor, bolígrafo, lápiz, anillo, pulsera, cinturón, casco, o 

cualquier otro, que permite facilitar dicha incorporación asegurando su adhesión hermética 35 
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para que presente resistencia ante agentes externos de temperatura, humedad u otros 

factores para evitar que puedan dañarlo y para permitir que se pueda utilizar colas 

adecuadas al tipo de material en que esté fabricado el objeto, sin temor a que los agentes 

químicos que pueda contener dañen al chip. 

 5 

Para ello, y de manera más específica, el procedimiento de la invención contempla, al 

menos, las siguientes etapas: 

 

- Una etapa previa de aplicación de recubrimiento de polipropileno y/o polietileno a altas 

temperaturas, las cuales varían en función del tipo de material en que esté fabricado el chip, 10 

determinando un capa de protección hermética que lo envuelve y lo hace resistente ante 

agentes externos de temperatura, humedad u otros factores que puedan dañar el chip. 

 

- Y una etapa posterior en que, una vez incorporada la descrita capa de recubrimiento a 

modo de protección al chip, se efectúa la adhesión de este chip con su recubrimiento a la 15 

superficie del objeto, la cual puede ser de diferentes tipos de materiales, como acetato, 

madera, cuerno, fibra de carbono, resina epoxi, poliamidas, titanio, nylon, o cualquier otra, 

para lo cual se utiliza el pegamento químico específico que convenga en cada caso, según 

el citado material.  

 20 

A través de la realización de este procedimiento se consigue implementar a cualquier objeto 

un chipo que le otorgará una capacidad remota de procesamiento hacia un dispositivo 

externo inalámbrico compatible con el mismo protocolo del chip inalámbrico implementado. 

 

Como se ha señalado, el procedimiento es aplicable para implementar chips en objetos 25 

cotidianos como son: gafas, encendedor, bolígrafo, lápiz, anillo, pulsera, bisutería, cinturón, 

casco, etc. Por ejemplo con la finalidad de explotación para marketing digital y/o para 

manejo del propio chip con el fin de obtener información, ejecutar una acción o desarrollar 

una tarea mediante dispositivo externo, ya sea un teléfono móvil smartphone, un ordenador 

portátil, una tableta electrónica o cualquier otro dispositivo compatible con el sistema NFC. 30 

 

El descrito procedimiento de implementación de chip inalámbrico a un objeto representa, 

pues, una innovación de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta 

ahora, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para 

obtener el privilegio de exclusividad que se solicita. 35 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que 5 

con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente: 

 

La figura número 1.- Muestra una vista en perspectiva de unas gafas como ejemplo de 

objeto al que se ha implementado un chip, según le procedimiento objeto de la invención. 

 10 

Y la figura número 2.- Muestra una vista esquemática, ampliada y sección, según un corte 

transversal, de dicho chip y dicho objeto, apreciándose el recubrimiento que incorpora el 

chip previo a su fijación a la superficie del objeto. 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 15 

 

A la vista de las mencionadas figuras, se puede observar en ellas el chip (1) en cuestión, 

implementado sobre la superficie de un objeto (2), en este caso unas gafas, observándose 

en la figura 2 cómo para ello el chip (1) presenta una capa de recubrimiento (3) de 

polipropileno y/o polietileno que lo envuelve completamente y lo protege de los agentes 20 

externos, y una capa de pegamento químico como cola (4) que lo mantiene unido a la 

superficie del objeto (2) 

 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 

ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que 25 

cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, 

haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras 

formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales 

alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o 

modifique su principio fundamental. 30 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENACIÓN DE CHIP INALÁMBRICO A UN OBJETO, en 

concreto, para incorporar un chip (1) inalámbrico NFC a la superficie de un objeto (2) 

cotidiano tal como gafas, encendedor, bolígrafo, lápiz, anillo, pulsera, cinturón, casco, u otro, 5 

con la finalidad de explotación para marketing digital y/o para manejo del propio chip para 

obtener información, ejecutar una acción o desarrollar una tarea mediante dispositivo 

externo, tal como un teléfono móvil smartphone, un ordenador portátil, una tableta 

electrónica o cualquier otro dispositivo compatible con el sistema NFC, caracterizado por 

comprender, al menos: 10 

 

- Una etapa previa de aplicación mediante calor de un recubrimiento (3) de polipropileno y/o 

polietileno al chip (1), determinando un capa de protección hermética que lo envuelve 

completamente y  lo hace resistente ante agentes externos de temperatura, humedad u 

otros factores que puedan dañar el chip, 15 

 

- Y, una vez incorporada la capa de recubrimiento (3) a modo de protección, una etapa 

posterior de adhesión del chip (1) con dicho recubrimiento (3) a la superficie del objeto (2) en 

que se quiere implementar, utilizando pegamento químico como cola (4) para ello. 

  20 
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